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半導体のパーッケージングは、熱を消散させチップを保護しながら、チップと基板との電

気的な内部接続を行うためのバックエンドプロセス（後工程）である。.



マスクによる分離のときに起きた欠陥は幾つかの問題を生み、それは 半導体パッ

ケージの信頼性不良を招く。
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<< プロセス起因の欠陥は 信頼性不良を招く >>
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